
第一届全国集成微系统科学技术及其建模与仿真学术交流会 

会议通知（第一轮） 

 

第一届全国集成微系统科学技术及其建模与仿真学术交流会，暨科学挑战专

题强约束集成微系统领域十三五中期进展学术交流会、中国仿真学会第一届集成

微系统建模与仿真专业委员会第二次工作会议，拟于 2018 年 7.6-7.7 日在四川

成都举行。 

会议主办：中国仿真学会集成微系统建模与仿真专业委员会 

国防基础科研核科学挑战专题 

中国工程物理研究院电子工程研究所 

会议承办：中国工程物理研究院微系统与太赫兹研究中心 

清华大学 

电子科技大学 

电子薄膜与集成器件国家重点实验室 
集成微系统（Integrated Micro-Systems，IMS）技术是在一般的微系统

（如片上系统（SoC）、光子学微系统、微纳电子机械系统（MEMS/NEMS）、
系统级封装（SiP）等）基础上发展起来的革命性的新技术。美国 DARPA 的微
系 统 技 术 办 公 室 （ MTO ） 明 确 了 其 内 涵 为 “ 微 纳 电 子 学 + 微 纳 光 子 学
+MEMS/NEMS+架构+算法”五大技术与“传感+处理+通信+执行+能源”五
大功能的深度融合，并称其为“下一代技术革命”和“后摩尔定律时代”的主要
技术解决途径。集成微系统技术与追求线宽减小的摩尔定律不同，通过定制完成
“从原子到产品、从材料到系统”的多样性与多功能集成，实现从“晶体管→集
成电路→微系统→集成微系统”的新一代技术革命，在小型化、集成化、智能化、
频谱开发等领域具有重大应用价值。 

集成微系统是多学科交叉的前沿科学技术，建模与仿真、微纳工艺、精密测
试三大方面相辅相成，其中建模与仿真是其研究基础，需要从微纳层次的原子尺
度出发，结合设计与微纳工艺，模拟仿真电子学、光子学、MEMS/NEMS 及
其三维异质异构集成，实现按需求从微观定制系统，获得先进新颖的系统功能；
同时研究环境因素影响集成微系统性能的“原子-材料-器件-系统”的跨尺度建
模和仿真方法，提升系统综合性能。 

中国仿真学会集成微系统建模与仿真专业委员会是 2017 年经中国科协和
中国仿真学会批准成立的全国性二级学会，挂靠中国工程物理研究院电子工程研
究所。 

国防基础科研核科学挑战专题是国家根据中国工程物理研究院承担的国家
任务中的基础问题而设立的基础科研专题计划，其重点领域强约束集成微系统包
括强约束集成微系统环境效应物理机理、高电压微系统、太赫兹微系统、光电融



合微系统、量子微系统等重点方向，由中国工程物理研究院联合国内多家单位组
成联合研究团队共同开展研究。 

本次会议包括大会邀请报告、集成微系统建模与仿真系列分会场报告、集成
微系统科学技术进展系列分会场报告、成果展览展示等。第一天为大会邀请报告，
第二天为分会场报告。 
1、大会邀请报告：会议将邀请集成微系统科学技术领域的院士、专家进行学术
报告。 
2、集成微系统建模与仿真系列分会场：包括邀请报告、口头报告、张贴报告，
征文范围包括但不限于以下主题： 

1）集成微系统的原子与材料级建模与仿真 
2）集成微系统的器件级建模与仿真 
3）集成微系统的电路与系统级建模与仿真 
4）集成微系统跨空间尺度、跨时间尺度建模与仿真 
5）微纳电子学建模与仿真 
6）微纳光子学建模与仿真 
7）微纳力学建模与仿真 
8）微系统三维异质异构集成建模与仿真 
9）微纳工艺过程建模与仿真 
10）集成微系统电、磁、光、热、力多物理场建模与仿真技术 
11）微系统与环境（辐射、气氛、应力等）相互作用物理过程与效应机理建

模与仿真 
12）典型功能微系统建模与仿真（高压微系统、高频微系统、太赫兹微系统、

量子微系统、光电微系统、传感微系统、生物微系统、物联网与智慧城市中的微
系统等） 

13）集成微系统仿真中的高性能算法 
14）集成微系统仿真可视化技术与平台技术 
15）集成微系统半实物模拟仿真技术 
16）集成微系统仿真性能评估技术 
3、集成微系统科学技术进展系列分会场：包括邀请报告、口头报告、张贴

报告、成果展览展示等。集成微系统科学技术进展目前主要包括科学挑战专题强
约束集成微系统领域的相关方向研究进展、专业委员会各个委员单位在集成微系
统领域的相关研究进展等，同时欢迎集成微系统科学技术领域的其他研究成果参
与交流和展示。征文范围包括但不限于以下主题： 

1）微系统环境效应物理机理（辐射、气氛、温湿度、应力等环境因素作用
下，Si、SOI、化合物半导体等材料、器件、微系统的环境效应物理模型、数值
模拟与精密测试方法以及可靠性研究等） 

2）高电压微系统（宽禁带半导体高电压大电流器件、新型储能材料及器件、
高电压微系统封装集成等） 

3）太赫兹微系统（基于宽禁带半导体的太赫兹产生、放大和检测器件，新



型太赫兹调控技术、太赫兹微系统封装集成等） 
4）光电融合微系统（宽禁带半导体光电器件、新型光量子结构及器件、微

纳光电集成等） 
5）量子微系统（量子认证微系统、原子惯性传感微系统、量子精密测量微

系统、其他固态量子信息技术等） 
6）传感监测微系统技术 
7）智能微系统技术 
8）集成微系统其他技术 
欢迎广大科研人员积极踊跃投稿，录用的论文将收入大会论文集，并择优推

荐到《系统仿真学报》、《太赫兹科学与电子信息学报》发表。论文应属于公开范
围，并能体现创新性工作。 

论文摘要应在 2018 年 4 月 30 日前提交，录用的正式论文应在 2018 年 6
月 10 日前提交，投稿要求参见附件。 

投稿方式：请登陆《太赫兹科学与电子信息学报》官网(www.iaeej.com)主
页，由“第一届全国集成微系统科学技术及其建模与仿真学术交流会”会议系统
入口进入，注册并提交论文。 

大会组委会：张健（中物院电子工程研究所）、王燕（清华大学微电子所）、
樊勇（电子科技大学电子科学与工程学院）、程钰间（电子科技大学电子科学与
工程学院）、李沫（中物院微系统与太赫兹研究中心） 

大会组委会秘书长：向安、罗雪梅 
大会事务联系人： 
程  英：13608129237 
何艾玲：028-65726029 
赵  鹏：028-65726047 
大会注册费：1000 元/人，学生：600 元/人 

 

 

 

 

 

2018 年 2 月 22 日 

  

国防基础科研 

核科学挑战专题 
中国仿真学会 

集成微系统建模与仿真专业委员会

中国工程物理研究院 

电子工程研究所 



附件： 

投稿论文格式要求 
1．立论正确、论据充分、重点突出、逻辑严密、数据可靠、文字精炼、图表清晰。 

2． 论文应控制在 5000 字以内（含图、表），A4 幅面，页边距：上—3.5cm，下

—3 cm，左—2.5cm，右—2cm。 

论文标题应恰当反映文章的特定内容，一般不用副标题，标题一般不超过 20 个字。 

3． 论文摘要是一篇完整的短文，包括目的、方法、结果和结论 4 部分（不超过 300 

汉字），应具有独立性和自含性。摘要采用第三人称写法，不必使用“本文”、“作者”

等作为主语。正文（含摘要）的标点符号全部用全角。 

4． 关键词应尽量从《汉语主题词表》中选取规范词 4～8 个。 

     5．论文章节编号采用三级标题顶格排序：一级标题为 1，2，3，……；二级为 1.1，

1.2，……；三级为 1.1.1，1.1.2……。 

6．正文（含图表）中的物理量和计量单位应符合国家标准和国际标准，外文字母

的文种、字体的大小写、上下角标及易混的字母应书写清楚。 

7．论文中图、表应具有自明性，且随文出现。图、表应附上图号（表号）、图题

（表题）和图注（表注）。所用照片应采用黑白照。 

8．参考文献选用主要的、公开发表的文献。采用顺序编码制，按文中出现的先后

顺序编号。几种常用文献的著录格式（包括标点符号－参考文献的标点符号全部用半角）

如下： 

专著：序号  著者.书名.出版地:出版者,出版年.  

译著：序号  著者.书名.译者译.出版地:出版者,出版年.  

期刊：序号  著者.篇名.刊名,出版年,卷（期）:起止页码 

论文集：序号  著者.篇名.见:编者.论文集名.出版年.起止页码 

学位论文：序号  著者.篇名.保存地:保存者,授予年 

标准文献：序号 标准代码及编号－发布年,标准名称 

电子文献：序号 著者.篇名.文献出处或可获得的地址.发布日期 

文献作者 3 名以内全部列出，4 名以上则只列 3 名，后加“等”，英文用“et al”。 

9．论文中引用他人作品时，请按《著作权法》有关规定指明原作者、文题及来源。

若发生著作权纠纷，一切责任由作者自负。 

10．源于国家自然科学基金等基金项目资助课题或省部委重点课题、获奖课题的

论文，请注明相关项目名称及批准号。 

11.来稿请附第一作者简介，格式为：姓名（出生年月），性别，籍贯或出生地，职称和（或）

学位，所从事科技工作领域研究方向，主要著作及获奖情况，作者详细通讯地址，邮政编码，

联系电话及 E-mail 地址等。 


